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玻璃钝化整流桥，反向电压：50~1000V，正向电流：15A，GBJ 封装。 
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放大及印章代码  /  hFE Classifications & Marking 
�
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描述  /  Descriptions 

特征  /  Features 

用途  /  Applications  

内部等效电路  /  Equivalent Circuit 

引脚排列  /  Pinning 
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极限参数  /  Absolute Maximum Ratings(Ta=25℃) 
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电参数曲线图  
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外形尺寸图  /  Package Dimensions 
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印章说明  /  Marking Instructions 
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说明： 

GBJ15005：     为产品型号 

****：      为生产批号代码，随生产批号变化 

Note: 
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波峰焊温度曲线图(无铅)  /  Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free) 
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耐焊接热试验条件  /   Resistance to Soldering Heat Test Conditions 
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包装规格  /  Packaging SPEC. 
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